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Abstract (en)

The invention relates to a process for electrochemical (electro-)deposition of a surface coating on an object, in particular a roller of a machine,
employing an electrical variable, which effects the application of the coating, of the electroplating process. It is provided that, in order to achieve a
desired, structured surface topography by means of at least one initial pulse of the electrical variable, nuclei of the deposition material are formed
on the face to be coated, and that then, by means of at least one subsequent pulse, growth of the deposition material nuclei is brought about by
accretion of further deposition material. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum elektrochemischen (galvanischen) Aufbringen einer Oberflachenbeschichtung auf einen Gegenstand,
insbesondere eine Maschinenwalze, unter Verwendung einer, den Schichtauftrag bewirkenden elektrischen GréBe des galvanischen Prozesses.
Es ist vorgesehen, daB zur Erzielung einer gewiinschten strukturierten Oberflachentopographie mittels mindestens eines Anfangsimpulses der
elektrischen GroBe auf der zu beschichtenden Flache Keimbildungen des Abscheidematerials erfolgen und daf3 anschlieBend mittels mindestens
eines Folgeimpulses ein Wachstum der Abscheidematerialkeime durch Anlagerung von weiteren Abscheidematerial herbeigefiihrt wird. <IMAGE>
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